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１．概要（Summary） 

表面プラズモンの励起には，励起光の波長よりも細か

いスケールで周期構造を作製する必要がある．本研究で

は深紫外領域(200~300 nm)で表面プラズモンを励起す

るためにアルミニウム(Al)ホールアレイを選択した．今回，

東京大学武田先端知スーパークリーンルームの超高速大

面積電子線描画装置および塩素エッチングを利用して，

Al ホールアレイ構造の作製を試みた． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置 
マスク・ウエーハ自動現像装置群 
塩素系 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
膜厚 30 nm の AlSi 薄膜に対して電子線レジスト

(ZEP520A-7)をコーティングし，超高速大面積電子線描

画装置にて周期 160 nm，直径 120 nm のホールアレイ

のマスクを作製した．マスクされた AlSi 薄膜に対して，塩

素系 ICPエッチング装置によりエッチングし，残留レジスト

をアッシングにより除去した． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 アッシング処理後のサンプル表面の SEM 観察画像を

Fig. 1 に示す．Al ホールアレイ構造が作製過程で崩れ，

Al がアイランド状に点在していることがわかる．これは電

子線描画の加工縦横比が 5:1 と高いため，現像またはエ

ッチング過程で構造が崩れたためだと考える．今後は，加

工寸法の縦横比の最適化や，現像作業中の回転速度を

低下させ，電子線レジストが崩れない作製法を探索して

いこうと考えている． 
 

 
Fig. 1 SEM image of the surface of sample after 
ashing process 
 
４．その他・特記事項（Others） 
・武田先端知スーパークリーンルームにてサンプル作製を

進めるに当たり，相談，指導を賜りました三田吉郎様（東

京大学），藤原誠様（東京大学）に感謝申し上げます． 
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